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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリカーボネート系樹脂と、それに対して５～５０重量％のカーボンブラックと３～４５
重量％のＡＢＳ系樹脂とを含有してなる樹脂組成物からなる表面層を、１～５０重量％の
ポリカーボネート系樹脂を含有したＡＢＳ系樹脂および／またはポリスチレン系樹脂から
なる基材層の両面に有するエンボスキャリアテープ用複層シート。
【請求項２】
基材層に、カーボンブラックを基材層に対して０．１～１０重量％含有してなる請求項１
に記載したエンボスキャリアテープ用複層シート。
【請求項３】
 表面層の表面固有抵抗値が１０2～１０10Ωである請求項１または請求項２に記載のエン
ボスキャリアテープ用複層シート。
【請求項４】
マルチマニホールドダイもしくはフィードブロックを用いた共押出法により製造してなる
請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のエンボスキャリアテープ用複層シート。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のシートを用いたエンボスキャリアテープ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は樹脂組成物およびそれを用いた成形品、シートに関し、該シートは電子部品の包
装容器、特にキャリアテープ用シートに好適に用いることができる。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＣをはじめとした電子部品やＩＣを用いた電子部品の包装形態としてインジェクション
トレー、真空成形トレー、マガジン、キャリアテープ（エンボスキャリアテープともいう
）などが使用されている。これらの包装容器には熱可塑性樹脂が用いられているが、静電
気によるＩＣ等の電子部品の破壊を防止するために表面に導電フィラーを分散させたもの
が使用されている。導電フィラーとしてはカーボンブラックが広く使用されている。熱可
塑性樹脂としては種々のものが用いられている。ポリカーボネート系樹脂もその一つであ
る。ポリカーボネート系樹脂を用いた樹脂組成物、あるいはそれを用いたシート等の成形
品について、例えばＵＳＰ４，５９９，２６２、特開平７－２１８３４号公報、特開平１
０－３２９２７９号公報、ＷＯ０１／３０５６９Ａ１等に記載されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はポリカーボネート系樹脂を用いた樹脂組成物およびそれを用いた成形品とシート
を提供するものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明はポリカーボネート系樹脂と、それより少ないカーボンブラックとＡＢＳ系樹脂と
を含有してなる樹脂組成物であり、これを用いた成形品およびシートである。基材層と、
その少なくとも片面に該樹脂組成物を用いた表面層を有するシートは電子部品包装用のシ
ートとして好適に用いることができる。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下本発明を詳細に説明する。
【０００６】
本発明の樹脂組成物は、ポリカーボネート系樹脂と、それより少ないカーボンブラックと
ＡＢＳ系樹脂とを含有してなるものであり、好ましくはポリカーボネート系樹脂、それに
対して５～５０重量％のカーボンブラック、４５重量％以下のＡＢＳ系樹脂を含有してな
るものである。含有してなるとはポリカーボネート系樹脂、カーボンブラックおよびＡＢ
Ｓ系樹脂からなる場合のみならず、本発明の目的を害さない範囲でそれらを主成分とし他
の成分をも含有する場合を含む。
【０００７】
ポリカーボネート系樹脂としては、芳香族ポリカーボネート樹脂、脂肪族ポリカーボネー
ト樹脂、芳香族－脂肪族ポリカーボネートがあげられ、通常エンジニアプラスチックに分
類されるもので、一般的なビスフェノールＡとホスゲンとの重縮合またはビスフェノール
Ａと炭酸エステルの重縮合により得られるものも用いることができる。市販のものを用い
ることができる。
【０００８】
ＡＢＳ系樹脂はアクリロニトリル－ブタジエン－スチレンの三成分を主体とした共重合体
を主成分とするものをいい、市販のものを用いることができる。例えばジエン系ゴムに芳
香族ビニル単量体、シアン化ビニル単量体の一種類以上の単量体をブロックあるいはグラ
フト重合して得られた共重合体およびその共重合体とのブレンド物があげられる。ここで
述べるジエン系ゴムとはポリブタジエン、ポリイソプレンやアクリロニトリル－ブタジエ
ン共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体等であり、芳香族ビニル単量体としてはスチ
レン、α－メチルスチレン、各種アルキル置換スチレン等があげられる。シアン化ビニル
単量体としてはアクリロニトリル、メタアクリロニトリルおよび各種ハロゲン置換アクリ
ロニトリル等があげられる。上述の共重合体およびその共重合体とのブレンド物の具体例
としてはアクリロニトリル－ブタジエン－スチレン三元共重合体やアクリロニトリル－ス
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チレン二元共重合体にポリブタジエンをポリマーアロイ化したものがあげられる。
【０００９】
ＡＢＳ系樹脂中のアクリロニトリルとスチレンの比率は、ポリカーボネート系樹脂との相
溶性、樹脂組成物を用いたシートの表面状態および衝撃強度の点で、その合計量を１００
としてアクリロニトリル１５重量％以上が好ましい。ジエン系ゴムの含有量はアクリロニ
トリルとスチレンの合計量１００重量部に対し３０重量部％以下が好ましい。
【００１０】
ＡＢＳ系樹脂の添加量はポリカーボネート系樹脂より少なければならない。４５重量％以
下が好ましい。ポリカーボネート系樹脂にＡＢＳ系樹脂を添加すると、少量であってもそ
の軟化温度を低下させることができるが、１重量％以上、好ましくは３重量％以上あるこ
とが望ましい。ＡＢＳ系樹脂が多くなると樹脂組成物の衝撃強度が低下する傾向がある。
【００１１】
カーボンブラックは市販のものを使用することができる。例えばファーネスブラック、チ
ャンネルブラック、アセチレンブラック等を用いることができる。比表面積が大きく、樹
脂への添加量が少量で高度の導電性が得られるもの、例えば、ケッチェンブラック、アセ
チレンブラックが好ましい。粉状、粒状のいずれも用いることができる。カーボンブラッ
クの添加量はポリカーボネート系樹脂より少なく、好ましくは５～５０重量％の範囲であ
る。電子部品の破壊を防止するためには、発生した静電気を逃すために表面固有抵抗値を
下げるのが一つの方法であり、そのためにはカーボンブラックの添加量を多くするとよい
。ただし、カーボンブラックの添加量を多くすると流動性が低下する傾向がある。シート
を製造する際に、基材層に樹脂組成物の表面層を積層することが困難になることがあり、
得られるシートの機械的強度も低下する。
【００１２】
樹脂組成物を電子部品の包装用の成形品、キャリアテープ等に用いる場合、静電気による
電子部品の破壊を抑制するために、樹脂組成物の表面固有抵抗値が１０2～１０10Ωであ
ることが好ましい。
【００１３】
樹脂組成物中には他の樹脂成分、例えば、熱可塑性樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹
脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂等や、滑剤、可塑剤、加工助剤などの各種添加剤を
添加することができる。
【００１４】
樹脂組成物の製造方法には特に限定されないが、例えば原料全部又は一部を押出機、バン
バリーミキサー等の公知の方法を用いて混練、ペレット化することにより得ることができ
る。混練等に際しては、原料を一括して混練することも可能であるし、ポリカーボネート
系樹脂の半分とカーボンブラックを混練し、その混練物に残りの原料を加えて混練すると
いった様に段階的に混練することも可能である。
【００１５】
樹脂組成物は成形品として用いることができる。シートはその好適な例である。少なくと
も、電子部品と接する側に樹脂組成物を含有してなる表面層を有するシートは電子部品包
装用のシートとして、また電子部品包装体やキャリアテープに好適に用いることができる
る。このシートは表面層のみの単層のシートのみならず複層化することも可能である。表
面層／基材層、あるいは表面層／基材層／表面層は好ましい複層シートの構成である。表
面層と基材層の間には更に別の層を設けることもできる。
【００１６】
表面層の表面固有抵抗値は１０2～１０10Ωであることが好ましい。表面固有抵抗値が大
きいと発生した静電気による電子部品の破壊を抑制することが困難となる。
【００１７】
複層のシートの基材層には様々な樹脂を使用することが可能であるが、特にＡＢＳ系樹脂
および／またはポリスチレン系樹脂を含有してなる基材層が好ましい。ここで含有してな
るとはＡＢＳ系樹脂および／またはポリスチレン系樹脂のみからなる場合のみならず、本
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発明の目的を害さない範囲でそれらを主成分とし他の成分をも含有する場合を意味する。
【００１８】
ポリスチレン系樹脂とはスチレンを主成分として重合してなる樹脂であり、例えば一般用
のポリスチレン樹脂、耐衝撃性ポリスチレン樹脂およびこれらの混合物等をいう。
【００１９】
基材層にはＡＢＳ系樹脂および／またはポリスチレン系樹脂を使用し、更に基材層に対し
て１～５０重量％の範囲でポリカーボネート系樹脂を添加することも可能である。ポリカ
ーボネート系樹脂を添加することにより更に機械的強度の向上が可能となる。
【００２０】
基材層にはカーボンブラックをも流動性を損なわない程度に少量添加することが可能であ
る。カーボンブラックの添加により更に機械的強度の向上が図られるとともにシートを包
装容器に成形した際にシート厚みが薄くなり成形品のコーナー部等が透けてしまうといっ
た問題点を解決することが可能となる。基材層中に含有するカーボンブラックには特に限
定はなく、基材樹脂中に均一に分散できるものが好ましい。基材層中のカーボンブラック
の添加量としては上述の如く流動性を損なわない範囲であれば良く好ましくは０．１～１
０重量部である。
【００２１】
基材層にはポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂やエチレン、プロピレンの共重合体（
例えばエチレン－エチルアクリレート樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレ
ン－α－オレフィン共重合体樹脂等）などのオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂、ポブチレンテレフタレート樹脂等のポリエステル系樹脂等の他の樹脂成分を添
加することも可能であり、必要に応じて滑剤、可塑剤、加工助剤などの各種添加剤を添加
することが可能である。
【００２２】
シートの製造方法には特に限定されないが、シートは押出機、カレンダー成形等を用いた
公知の方法によって得ることができる。基材層に樹脂組成物の表面層を積層する方法とし
ては、それぞれを別々の押出機によりシートもしくはフィルム状に成形した後、熱ラミネ
ート法、ドライラミネート法、押出ラミネート法等により段階的に積層することが可能で
ある。予め成形したシートの基材層の上に押出コーティング等の法により表面層を積層す
ることも可能である。より安価に製造するにはマルチマニホールドダイやフィードブロッ
クを用いた多層共押出法により一括して積層シートを得ることが好ましい。
【００２３】
電子部品包装用に用いられるシートの全体の肉厚は０．１～３．０ｍｍとすることが好ま
しい。複層のシートにおいて、表面層は全体の肉厚にしめる割合が２～８０％の範囲にあ
ることが好ましい。全体の肉厚が薄くなるにつれてシートを成形して得られる包装容器と
しての強度が低下する。逆に厚くなるにつれて圧空成形、真空成形、熱板成形等での成形
が困難となる。表面層の肉厚が小さくなるにつれてシートを成形して得られる包装容器の
表面固有抵抗値が高くなり、静電気抑制効果を得にくくなる。表面層の割合が大きくなる
につれて圧空成形、真空成形、熱板成形等の成形性が低下する傾向がある。
【００２４】
シートはＩＣをはじめとした電子部品やＩＣを用いた電子部品の包装材料としてインジェ
クショントレー、真空成形トレー、マガジン、キャリアテープなどに使用することができ
、特にキャリアテープに好適に使用される。電子部品包装体とは、キャリアテープ（エン
ボスキャリアテープ）等の包装形態の包装容器に電子部品を収納したものである。キャリ
アテープについては、電子部品を収納した後にフィルムによる蓋を施したものを含む。
【００２５】
電子部品は特に限定されず、例えば、ＩＣ、抵抗、コンデンサ、インダクタ、トランジス
タ、ダイオード、ＬＥＤ（発光ダイオード）、液晶、圧電素子レジスター、フィルター、
水晶発振子、水晶振動子、コネクター、スイッチ、ボリュウム、リレー等がある。ＩＣの
形式にも特に限定されず、例えばＳＯＰ、ＨＥＭＴ、ＳＱＦＰ、ＢＧＡ、ＣＳＰ、ＳＯＪ
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、ＱＦＰ、ＰＬＣＣ等がある。
【００２６】
【実施例】
以下本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。
（１）単層のシート
実施例１
ポリカーボネート系樹脂（パンライト　Ｌ－１２２５、帝人化成社）、それに対してカー
ボンブラック（ケッチェンブラックＥＣ、ライオンＡＫＺＯ社）１２重量％及びＡＢＳ系
樹脂（デンカＡＢＳ　ＧＲ－１０００、電気化学工業社）３０重量％をφ５０ｍｍベント
式２軸押出機によって予め混練、ペレット化し樹脂組成物を得た。該樹脂組成物を表面層
とし、基材層用樹脂としてＡＢＳ系樹脂（テクノＡＢＳ　ＹＴ－３４６、テクノポリマー
社）を使用し、φ６５ｍｍ押出機（Ｌ／Ｄ＝２８）、φ４０ｍｍ押出機（Ｌ／Ｄ＝２６）
及び５００ｍｍ幅のＴダイを用いたフィードブロック法により全体の肉厚が３００μｍ、
表面層の肉厚が両側３０μｍとなるような３層シートを得た。
【００２７】
実施例２
樹脂組成物はポリカーボネート系樹脂（パンライト　Ｌ－１２２５、帝人化成社）、カー
ボンブラックとしてアセチレンブラック（デンカブラック粒状、電気化学工業社）２０重
量％及びＡＢＳ系樹脂（デンカＡＢＳ　ＧＲ－３０００、電気化学工業社）１０重量％を
φ５０ｍｍベント式２軸押出機によって予め混練、ペレット化し樹脂組成物を得た。該樹
脂組成物を表面層とし、基材層用樹脂としてＡＢＳ系樹脂（テクノＡＢＳ　ＹＴ－３４６
、テクノポリマー社）にポリカーボネート系樹脂（パンライト　Ｌ－１２２５、帝人化成
社）を５重量％添加した混合物を使用し、φ６５ｍｍ押出機（Ｌ／Ｄ＝２８）と２台のφ
４０ｍｍ押出機（Ｌ／Ｄ＝２６）及び６５０ｍｍ幅の３種３層用マルチマニホールドダイ
を用い全体の肉厚が５００μｍ、樹脂組成物の表面層の肉厚が両側４０μｍとなるような
３層シートを得た。
【００２８】
比較例１
樹脂組成物はポリカーボネート系樹脂（パンライト　Ｌ－１２２５、帝人化成社）と、そ
れに対してカーボンブラック（ケッチェンブラックＥＣ、ライオンＡＫＺＯ社）１２重量
％をφ５０ｍｍベント式２軸押出機によって予め混練、ペレット化し樹脂組成物を得た。
該樹脂組成物を用いた以外は実施例１と同様にして全体の肉厚が３００μｍのシートを得
た。
以上の作製したシートに対して次に示す評価を行った。結果を表に示す。
【００２９】
（評価方法）
表面固有抵抗値
三菱油化社製ロレスターＭＣＰテスターを用いて、端子間を１０ｍｍとし、シートを巾方
向に等間隔に１０箇所、表裏各２列計４０箇所の表面抵抗値を測定し、対数平均値を表面
固有抵抗値とした。
引張特性
ＪＩＳ－Ｋ－７１２７に準拠して、４号試験片を使用しインストロン型引張試験機により
１０ｍｍ／ｍｉｎの引張速度で引張試験を行った。
カーボン脱離性評価
製膜したシートを振動台に固定し、その上に１９ｍｍ×２５ｍｍの枠を設置しその中にＱ
ＦＰ１４ｍｍ×２０ｍｍ－６４ｐｉｎのＩＣを納入し、ストローク３０ｍｍで毎分４８０
往復の速度で８０万回平面方向に振動させた後、ＩＣのリード部への付着物の有無を判定
した。付着物がほとんどない状態を◎、ある場合を○、付着物の多い場合を×とした。
成形性
得られたシートを２４ｍｍ幅にスリット加工を施した後ＥＧＤ社製加熱圧空成形機にてＡ
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ｏ＝１２、Ｂｏ＝１６、Ｋｏ＝５．５のエンボスキャリアテープ用金型を使用し金型温度
６０℃、ヒーター温度２６０℃にて成形試験を実施し、良好な成形品が得られた物を◎、
良好な成形品が得られなかった物を×とした。
【００３０】
【表１】

【００３１】
【発明の効果】
樹脂組成物を用いたシートは、電子部品とシートとの摩耗から生じる電子部品の汚染を著
しく低減し、良好な成形性を有し、且つ包装及び実装の高速化に対応可能な機械的強度を
有する。
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